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缺陷检测OM Review

概要

用途

规格

基于晶片外观检查装置提供的信息，
对NG图像进行详细解析并生成3D图像明确缺陷特性

半导体·CMOS Image Sensor制作工序中的缺陷管理

支持的晶圆尺寸:12/8inch
--------------------------------------------------------------
工作状态:晶圆上或晶圆环上
--------------------------------------------------------------
工作台定位精度:±1um
--------------------------------------------------------------
2D检测精度:3σ≤±40nm 3D检测精度:3σ≤±100nm
Review精度:3σ≤±20μm *相对缺陷坐标
--------------------------------------------------------------
Throughput:约18片/h (200秒/片)
*缺陷数量:每片100个
*根据缺陷分布会有变化
--------------------------------------------------------------
Review(移动~AF~摄像) 时间:最快0.5秒 （2D撮像）
*根据缺陷分布会有变化
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